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(57)摘要

本发明一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极

水冷板及其制作方法，从而解决电极水冷板在后

续打压过程中出现的电极水冷板底板和套筒之

间的焊缝出现漏水的问题，确保电极水冷板加工

质量符合设计及使用要求。所述冷板包括上底

板、下底板和套筒；所述上底板和下底板通过外

侧封板配合在一起，并在上底板和下底板的板面

上对称设置有若干成对的渐缩式通孔，通孔的大

口端朝向板面外侧设置；套筒一一对应的设置在

成对的减缩式通孔内，套筒两端分别与同侧的通

孔密封连接；上底板上设置有接线板和水管接

头。
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1.一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，其特征在于，包括上底板(1)、下底板

(2)和套筒(3)；

所述上底板(1)和下底板(2)通过外侧封板(4)配合在一起，并在上底板(1)和下底板

(2)的板面上对称设置有若干成对的渐缩式通孔，通孔的大口端朝向板面外侧设置；套筒

(3)一一对应的设置在成对的减缩式通孔内，套筒(3)两端分别与同侧的通孔密封连接；上

底板(1)上设置有接线板(6)和水管接头(5)。

2.根据权利要求1所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，其特征在于，所

述套筒(3)两端为台阶型，中间部位外径尺寸大于两端台阶部位外径尺寸。

3.根据权利要求2所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，其特征在于，套

筒(3)两端台阶部位轴向长度与上底板(1)和下底板(2)厚度相同。

4.根据权利要求2所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，其特征在于，上

底板(1)和下底板(2)通孔小口直径与套筒(3)两端台阶部位外径相同，通孔大口直径与套

筒(3)中间部位外径相同。

5.根据权利要求2-4任意一项所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制

作方法，其特征在于，包括如下步骤，

步骤1，加工上底板(1)和下底板(2)使其大小相同，并在上底板(1)和下底板(2)的板面

上对称设置有若干成对的渐缩式通孔，在上底板(1)板面长边的两端各加工一个通孔；

步骤2，将下底板(2)大口朝下放置在工作台面上，然后将套筒(3)依次放置在下底板

(2)通孔内；

步骤3，将上底板(1)放置在套筒(3)台阶面上；

步骤4，用工装夹具将上底板(1)、下底板(2)以及所有套筒(3)整体固定到位，将所有套

筒(3)和上底板(1)及下底板(2)焊接在一起，焊接时，使焊核坐落于通孔与套筒(3)形成的

凹槽中；

步骤5，将外侧封板(4)和上底板(1)及下底板(2)进行焊接；

步骤6，对上底板(1)和下底板(2)的外表面在铣床上进行精加工，得到要求的外表面平

面度；

步骤7，将水管接头(5)分别焊接在上底板(1)的两个通孔上，将接线板(6)焊接在上底

板(1)的表面；

步骤8，对加工完成的电极水冷板进行打压试验，打压合格后，整个电极水冷板制作完

成。

6.根据权利要求5所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方法，其特

征在于，所述步骤1中将套筒(3)两端加工为台阶型，中间部位外径尺寸大于两端台阶部位

外径尺寸，套筒(3)两端台阶部位轴向长度与上底板(1)和下底板(2)厚度相同。

7.根据权利要求6所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方法，其特

征在于，所述步骤1中将上底板(1)及下底板(2)的通孔小口直径与套筒(3)两端台阶部位外

径尺寸相同，大口直径与中间部位外径尺寸相同。

8.根据权利要求5所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方法，其特

征在于，所述步骤2和步骤3中，套筒(3)的台阶面和上底板(1)及下底板(2)的内表面接触。

9.根据权利要求5所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方法，其特
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征在于，所述步骤6中，精加工后的上底板(1)及下底板(2)外表面平面度≤0.2mm。

10.根据权利要求5所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方法，其

特征在于，所述步骤8中，电极水冷板打压时打压压力≥0.8MPa，打压时间≥8小时。
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一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板及其制作方法

技术领域

[0001] 本发明属于G8.5H基板玻璃池炉设备安装领域，具体为一种G8.5H基板玻璃池炉使

用的电极水冷板及其制作方法。

背景技术

[0002] 在G8.5H基板玻璃池炉电极水冷板在制作过程中，水冷板的上、下底板和中间的套

筒需要焊接在一起，然后再组装外侧的封板以及水管接头、接线板等。

[0003] 采用现有的制作技术，如图1a、1b、1c所示，电极水冷板上、下底板和套筒组装时，

直接将套筒镶嵌在电极水冷板上、下底板的套筒安装孔内，使得套筒上、下端面和电极水冷

板上、下端面重合，然后用工装夹具整体固定到位之后，将套筒和电极水冷板底板焊接在一

起，焊接完成之后，对电极水冷板上下两个端面在铣床上进行精加工。

[0004] 采用现有的制作技术，由于电极水冷板上、下底板和套筒之间的焊缝比较薄弱，再

经过铣床精加工之后，部分焊核会被铣床铣掉，所以焊缝会进一步减弱，导致电极水冷板和

套筒之间的焊接强度减弱，这样一来在后续的电极水冷板打压过程中极易出现焊缝处漏水

的问题，严重影响到电极水冷板的正常使用。

发明内容

[0005] 针对现有技术中存在的问题，本发明提供一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水

冷板及其制作方法。从而解决电极水冷板在后续打压过程中出现的电极水冷板底板和套筒

之间的焊缝出现漏水的问题，确保电极水冷板加工质量符合设计及使用要求。

[0006] 本发明是通过以下技术方案来实现：

[0007] 一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，包括上底板、下底板和套筒；

[0008] 所述上底板和下底板通过外侧封板配合在一起，并在上底板和下底板的板面上对

称设置有若干成对的渐缩式通孔，通孔的大口端朝向板面外侧设置；套筒一一对应的设置

在成对的减缩式通孔内，套筒两端分别与同侧的通孔密封连接；上底板上设置有接线板和

水管接头。

[0009] 进一步，所述套筒两端为台阶型，中间部位外径尺寸大于两端台阶部位外径尺寸。

[0010] 进一步，套筒两端台阶部位轴向长度与上底板和下底板厚度相同。

[0011] 进一步，上底板和下底板通孔小口直径与套筒两端台阶部位外径相同，通孔大口

直径与套筒中间部位外径相同。

[0012] 根据上述任意一项所述的一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板的制作方

法，包括如下步骤，

[0013] 步骤1，加工上底板和下底板使其大小相同，并在上底板和下底板的板面上对称设

置有若干成对的渐缩式通孔，在上底板板面长边的两端各加工一个通孔；

[0014] 步骤2，将下底板大口朝下放置在工作台面上，然后将套筒依次放置在下底板通孔

内；
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[0015] 步骤3，将上底板放置在套筒台阶面上；

[0016] 步骤4，用工装夹具将上底板、下底板以及所有套筒整体固定到位，将所有套筒和

上底板及下底板焊接在一起，焊接时，使焊核坐落于通孔与套筒形成的凹槽中；

[0017] 步骤5，将外侧封板和上底板及下底板进行焊接；

[0018] 步骤6，对上底板和下底板的外表面在铣床上进行精加工，得到要求的外表面平面

度；

[0019] 步骤7，将水管接头分别焊接在上底板的两个通孔上，将接线板焊接在上底板的表

面；

[0020] 步骤8，对加工完成的电极水冷板进行打压试验，打压合格后，整个电极水冷板制

作完成。

[0021] 进一步，所述步骤1中将套筒两端加工为台阶型，中间部位外径尺寸大于两端台阶

部位外径尺寸，套筒两端台阶部位轴向长度与上底板和下底板厚度相同。

[0022] 进一步，所述步骤1中将上底板及下底板的通孔小口直径与套筒两端台阶部位外

径尺寸相同，大口直径与中间部位外径尺寸相同。

[0023] 进一步，所述步骤2和步骤3中，套筒的台阶面和上底板及下底板的内表面接触。

[0024] 进一步，所述步骤6中，精加工后的上底板及下底板外表面平面度≤0.2mm。

[0025] 进一步，所述步骤8中，电极水冷板打压时打压压力≥0.8MPa，打压时间≥8小时。

[0026] 与现有技术相比，本发明具有以下有益的技术效果：

[0027] 本发明通过对电极水冷板上、下底板的套筒安装孔结构进行优化改进，使套筒与

安装孔之间形成凹槽，从而在焊接过程中使焊核从原先的电极水冷板板面上坐落于凹槽

内，一方面可以确保电极水冷板加工完成后上、下两个端面平面度≤0.2mm；另一方面，既防

止在铣床加工时，将焊核铣去，影响套筒与安装孔的固定，也可以解决电极水冷板在后续打

压过程中出现的电极水冷板底板和套筒之间的焊缝出现漏水的问题，确保电极水冷板加工

质量符合设计及使用要求。

[0028] 进一步，通过将套筒两短设置为台阶状，使其台阶面与上、下底板的小口端表面能

够接触，防止在板面受到挤压时，上、下底板与套筒发生相对位移，进一步保证了套筒与安

装孔在后续加工及使用时的稳固性。

附图说明

[0029] 图1a是现有下底板示意图。

[0030] 图1b是现有上底板示意图。

[0031] 图1c是现有套筒示意图。

[0032] 图2a是本发明下底板示意图。

[0033] 图2b是本发明上底板示意图。

[0034] 图2c是本发明套筒示意图。

[0035] 图3是本发明未焊接状态示意图。

[0036] 图4是本发明加工完成状态示意图。

[0037] 图中，1  为上底板，2  为下底板，3  为套筒，4  为外侧封板，5  为水管接头，6  为接

线板。
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具体实施方式

[0038] 下面结合附图对本发明做进一步的详细说明，所述是对本发明的解释而不是限

定。

[0039] 如图2a和图2b所示，一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板，对电极水冷板上

底板1和下底板2的板面上对称设置的若干成对的套筒安装孔进行优化改进，将原来的圆柱

型通孔改为渐缩式通孔，优选角度45°，通孔大口端朝向板面外侧设置，大口端孔径和原来

的圆柱形孔径相同，套筒3一一对应的设置在成对的减缩式通孔内，套筒3两端分别与同侧

的通孔密封连接；上底板1上设置有接线板6，并在板面长边的两端各安装有水管接头5。

[0040] 如图2c所示，将套筒3上、下端面做成台阶型，其余部位保持不变，中间部位外径尺

寸大于两端台阶部位外径尺寸，套筒3台阶轴向长度和水冷板底板厚度相同，套筒3端面台

阶外径和水冷板底板渐缩式通孔小口孔径相等，套筒3端面台阶外径比套筒3外径小2mm。

[0041] 如图3所示，通过对上底板1、下底板2及套筒3的改进，使套筒3与安装孔之间形成

凹槽，从而在焊接过程中使焊核从原先的电极水冷板板面上集中到凹槽内，防止在铣床加

工时，将焊核铣去，影响套筒与安装孔的固定。

[0042] 一种G8.5H基板玻璃池炉使用的电极水冷板制作方法，主要包括以下步骤：

[0043] 第一步：将套筒3两端加工为台阶型，中间部位外径尺寸大于两端台阶部位外径尺

寸，套筒3两端台阶部位轴向长度与上底板1和下底板2厚度相同；

[0044] 加工上底板1和下底板2使其大小相同，并在上底板1和下底板2的板面上对称设置

有若干成对的渐缩式通孔，在上底板1板面长边的两端各加工一个通孔，通孔小口直径与套

筒3两端台阶部位外径尺寸相同，大口直径与中间部位外径尺寸相同；

[0045] 将其余工件加工成外侧封板4、水管接头5和接线板6，并验收合格，待用。

[0046] 第二步：将下底板2大口朝下放置在工作台面上，然后将套筒3依次放置在水冷板

下底板1套筒安装孔内，使得套筒3的下台阶面和下底板2通孔小口端表面完全接触；

[0047] 第三步：将上底板1放置在新型套筒3上台阶面，确保套筒3的上台阶面和上底板1

的通孔小口端表面接触；

[0048] 第四步：用工装夹具将下底板2、上底板1以及套筒3全部固定到位，将所有套筒3和

上底板1及下底板2焊接在一起，焊接时，使焊核坐落于在通孔与套筒3形成的凹槽中；

[0049] 第五步：将外侧封板4和上底板1及下底板2进行焊接；

[0050] 第六步：对电极水冷板上下两个端面在铣床上进行精加工，确保电极水冷板上下

两个端面平面度≤0.2mm；

[0051] 第七步：将外侧水管接头5分别焊接在上底板1的两个通孔上，将接线板6焊接在上

底板1的表面上；

[0052] 第八步：对加工完成的电极水冷板进行打压试验，确保打压压力≥0.8MPa，打压时

间≥8小时，打压合格后，整个水冷板制作完成。

[0053] 如图4所示，使用本发明的方法制作的电极水冷板，一方面可以确保电极水冷板加

工完成后上、下两个端面平面度≤0.2mm；另一方面，也可以解决电极水冷板在后续打压过

程中出现的电极水冷板底板和套筒之间的焊缝出现漏水的问题，确保电极水冷板加工质量

符合设计及使用要求。
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图1a

图1b

图1c
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图2a

图2b
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图2c

图3
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图4
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